
一：半导体和机器人精密零部件生产项目规划设计方案

l项目单位：德玛克控股集团有限公司。

l用地性质：工业用地。（150亩）

l项目位置：元亨路以北、正阳路以西。
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二：六安乐尔辉科技有限公司厂区规划设计方案

l项目单位：六安乐尔辉科技有限公司。

l用地性质：工业用地。（21亩）

l项目位置：种德寺路以东、皋城路以南。
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沿皋城路厂房立面效果图
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三：六安辉越科技有限公司厂区规划设计调整方案

l项目单位：六安辉越科技有限公司。

l用地性质：工业用地。（21亩）

l项目位置：金凤路以东、龙舒路以南。
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四、半导体及新材料产业园项目规划方案调整

l项目单位：六安东都科技产业发展有限公司。

l用地性质：工业用地。（278.77亩）

l项目位置：迎宾大道以东、隐贤路以北。
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五：安徽润添箱包有限公司厂区规划微调

l 项目单位：安徽润添箱包有限公司。

l 用地性质：工业用地。（50亩）

l 项目位置：三女墩路以东、文翁路以南。  
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